
九州地域産業クラスター・電子部材高度加工技術の確立
本研究は、九州の主力産業である自動車や情報家電向け半導体・デバイス小型電子部材製造産業を
強化する目的で実施するものです。 半導体イノベーション協議会技術創造WG/SiP研究会から発足した
コンソーシアムTACMIの成果をさらに発展させるものです。
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・ピッチ：20Pm以内
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